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Beschreibung 

Elektrische Anordnung und Verfahren zum Herstellen einer 
elektrischen Anordnung 

5 

Die Erfindung bezieht sich auf eine elektrische Anordnung mit 
den Merkmalen gemalS dem Oberbegriff des Anspruchs 1. 

Eine derartige elektrische Anordnung ist beispielsweise aus 

0 dem Bereich der Opto-Elektronik bekannt . Opto-elektronische 
Bauelemente, speziell Laser und Photodetektoren, warden 
haufig in sogenannten TO-Gehausen untergebracht bzw. 
.„gehaust^^. Die Signal zufiihrung bzw. die Signalabf uhrung 
erfolgt liber Kontaktierungspins, die durch das Gehause 

5 hiridurchgef lihrt sind und mittels Bonddrahte mit den 

Bauelementen verbunden sind. Die Durchf lihrungen fur die 
Kontaktierungspins sind verglast und koaxial ausgefuhrt und 
bieten somit eine hermetische Kapselung der empf indlichen 
opto-elektronischen Bauelemente . Ferner ist die TO- 

0 Gehauseform relativ kompakt und hat einen niedrigen Preis, da 
es sich um ein groiStechnisch hergestelltes Standardprodukt 
handelt . Insbesondere in TO-4 6 -Gehausen untergebrachte Laser 
haben sich zu einer Art Standardprodukt fur die optische 
Dateniibertragung liber kurze und mittlere Distanzen. im Bereich 

5 bis zu 2,5 Gigabit pro Sekunde etabliert. 

Die Datenraten in der optischen Nachrichtentechnik liegen 
jedoch aktuell bereits im Bereich von 10 Gigabit pro Sekunde 
und hoher, so dass sich die genannten TO-Gehause nicht mehr 
0 ohne weiteres fiir opto-elektronische Bauelemente einsetzen 
lassen. Laser und Photodetektoren mit Datenraten von 10 
Gigabit pro Sekunde und mehr werden daher heute in speziellen 
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Gehausen aus Metal 1 oder Keramik angeboten. Diese Gehause 
sind auf hohe Frequenzen optimiert und bieten die 
Moglichkeit , weitere Elektronik, wie beispielsweise Treiber- 
oder Vorverstarkerbauteile zu integrieren. Allerdings werden 
5 solche Gehause nur in sehr kleinen Volumina gefertigt, so 
dass die Preise fur solche Gehause - auch Hybridgehause . 
genannt - deutlich liber den Kosten eines TO-Gehauses liegen. 

Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, eine 
0 elektrische Anordnung der eingangs beschriebenen Art 

hinsichtlich der elektrischen Eigenschaf ten zu verbessern. So 
soil insbesondere ein besseres Frequenzverhalten, 
beispielsweise eine hohere Grenzf requenz , als bei den 
vorbekannten elektrischen Anordnungen erzielt werden. 

5 

Diese Aufgabe wird ausgehend von einer elektrischen Anordnung 
der eingangs angegebenen Art erf indungsgemaS durch die 
kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 gelost . Vorteilhafte 
Ausgestaltungen der erf indungsgemaSen elektrischen Anordnung 
0 sind in den Unteranspriichen beschrieben. 

Danach ist vorgesehen, dass mindestens eines der durch das 
Gehause hindurchgef iihrten Kontakt ierungspins die 
Tragereinrichtung beriihrt, und dass im Bereich der 
5 Be ruhrungss telle eine bonddraht f reie Verbindung zwischen 
diesem mindestens einen Kontakt ierungspin und mindestens 
einer Leiterbahn der Tragereinrichtung vorhanden ist. 

Ein wesentlicher Vorteil der erf indungsgemaSen elektrischen 
0 Anordnung besteht in ihrem besseren Frequenzverhalten 

gegenuber den vorbekannten elektrischen Anordnungen. So lasst 
sich mit der erf indungsgemaSen elektrischen Anordnung eine 
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groSere Grenzf requenz erreichen, da zwischen dem 
Kontaktierungspin und der Tragereinrichtung keine 
Bonddrahtverbindung zur elektrischen Kontaktierung 
erforderlich ist; denn bei der erfindungsgemaSen Anordnung 
beriihren sich die Tragereinrichtung und der mindestens eine 
Kontaktierungspin derart, dass im Bereich der 

Beruhrurigsstelle eine elektrische Verbindung ohne Bonddrahte 
moglich ist. Bonddrahte, wie sie bei den vorbekannten- 
elektrischen Anordnungen zur Kontaktierung zwischen 
Tragereinrichtung und Kontaktierungspin erforderlich sind, 
weisen stets zusatzliche Leitungsinduktivitaten auf, die die 
Grenzf requenz herabsetzen. An dieser Stelle setzt die 
Erfindung an, indem auf Bonddrahte zur elektrischen 
Kontaktierung zwischen Kontaktierungspin und 

Tragereinrichtung verzichtet wird; dies wird erf indungsgemaS 
dadurch erreicht, dass die Tragereinrichtung derart auf der 
Gehausegrundplatte der elektrischen Anordnung montiert wird, 
dass sie zumindest einen durchgef uhrten Kontaktierungspin 
beriihrt und eine bonddrahtf reie elektrische Verbindung 
ermoglicht. 

Im Rahmen einer vorteilhaf ten Weiterbildung der 
erfindungsgemaSen Anordnung ist vorgesehen, dass die 
Tragereinrichtung im Bereich der Beruhrungsstelle eine 
randseitige Ausnehmung aufweist, deren Kontur an. die Kontur 
des mindestens einen Kontaktierungspins angepasst ist. 
Aufgrund der Anpassung der Konturen der randseitigen 
Ausnehmung und des Kontaktierungspins wird eine besonders 
groSflachige elektrische Anbindung zwischen dem elektrischen 
Kontaktierungspin und der Tragereinrichtung- erreicht , so dass 
eine besonders niederohmige und sichere elektrische 
Verbindung zwischen Kontaktierungspin und der Leiterbahn der 
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Tragereinrichtung moglich ist. 

Als vorteilhaft wird es diesbeziiglich angesehen, wenn die 
Ausnehmung halbkreisf ormig ist, weil eine halbkreisf ormige 
5 Ausnehmung einerseits eine sehr einfache Justage bzw. Montage 
der Tragereinrichtung auf der Gehausegrundplatte ermoglicht 

/ r und andererseits dennoch eine gute elektrische 



Kontakt ierbarkeit zwischen dem Kontaktierungspin und der 
Tragereinrichtung erlaubt . 
0 

Urn einen besonders groSf lachigen und damit niederohmigen 
elektrischen Kontakt zwischen der Tragereinrichtung und dem 
Kontaktierungspin zu erreichen, wird es als vorteilhaft 
angesehen, wenn die Tragereinrichtung im Bereich der 
5 randseitigen Ausnehmung metallisiert ist und/oder eine 
leitende Kontakt ierungsschicht aufweist . 

GemalS einer anderen vorteilhaf ten Ausgestaltung der 

erf indungsgemaSen elektrischen Anordnung ist vorgesehen, dass 

0 die Tragereinrichtung im Bereich der Beriihrungsstelle. ein 
-Kent aktierungs loch aufweist, durch das der mindestens eine 
Kontaktierungspin hindurchgef uhrt ist. Im Unterschied zu der 
zuvor beschriebenen vorteilhaf ten Ausgestaltung der 
Erfindung, bei der die Beriihrungsstelle zwischen dem 

5 Kontaktierungspin und der Tragereinrichtung im Randbereich 

der Tragereinrichtung liegt, ist bei dieser Ausgestaltung der 
elektrischen Anordnung die Beriihrungsstelle im Innenbereich 
der Tragereinrichtung angeordnet . 

0 Um eine besonders groSf lachige und damit niederohmige 

elektrische Verbindung zwischen dem Kontaktierungspin und der 
Tragereinrichtung zu erreichen, wird es diesbeziiglich als 
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vorteilhaft angesehen, wenn der Innenbereich des 
Kontaktierungslochs metallisiert ist und/oder. eine leitende 
Schicht aufweist. 

5 Die elektrische Kontaktierung zwischen der mindestens einen 
Leiterbahn der Tragereinrichtung und dem mindestens einen 
Kontaktierungspin kann besonders einfach und damit . 
vorteilhaft beispielsweise durch Leitkleber bewirkt werden. 
Stattdessen ist es aber auch moglich, im Bereich der 

'0 Beriihrungsstelle den mindestens einen Kontaktierungspin und 
die mindestens eine Leiterbahn der Tragereinrichtung 
miteinander zu verloten. 

Eine Verlotung zwischen dem mindestens einen 
5 Kontaktierungspin und der mindestens einen Leiterplatte der 
Tragereinrichtung kann beispielsweise durch eine Lotkugel 
Oder ein Lotplattchen bewirkt werden, die bzw. das im Bereich 
der Beriihrungsstelle auf den mindestens einen 
Kontaktierungspin und damit auch auf die mindestens eine 
0 Leiterbahn aufgebracht wird. 

Wie bereits oben im Zusammenhang mit dem vorbekannten Stand 
der Technik angedeutet, sind insbesondere im Bereich der 
Opto-Elektronik besonders hohe Anf orderungen an 
5 Grenzf requenzen gestellt. Es wird daher als vorteilhaft 
angesehen, wenn das elektrisclne Bauelement ein elektro- 
optisches Bauelement, insbesondere ein optisches Sende- 
und/oder Empfangs element ist. Das elektrische Bauelement kann 
somit also beispielsweise ein Laser oder ein Photodetektor 
0 sein. 

Bezuglich der Durchfiihrung des mindestens einen 
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Kontaktierungspins durch die Gehausegrundplatte wird es als 
vorteilhaft angesehen, wenn die Durchfiihrung eine verglaste 
koaxiale Durchfiihrung ist. Verglaste koaxiale Durchf lihrungen 
weisen den Vorteil auf , dass diese eine hermetische 
5 Abdichtung des Gehauses ermoglichen. 

Im Ubrigen wird es als vorteilhaft angesehen, wenn das 
Gehause der elektrischen Anordnung ein TO-Gehause, 
insbesondere ein TO-4 6 -Gehause ist, da derartige Gehause 
0 aufgrund ihrer Massenproduktion sehr kostengiinst ig erhaltlich 
sind, was in Folge auch die Kosten der elektrischen 
Gesamt anordnung reduziert . 

Die Tragereinrichtung kann in vorteilhaf ter Weise durch einen 
5 Schaltungstrager gebildet sein. 

Vorteilhaft besteht der Schaltungstrager aus Silizium, aus 
Keramik, aus einem organischen Werkstoff oder aus einem mit 
einer Isolationsschicht versehenen Metall. Metall und auch 
0 Silizium weisen eine besonders hohe thermische Leitf ahigkeit 
auf, so dass bei diesen Materialien eine besonders gute 
thermische Abfuhrung von durch das elektrische Bauelement 
erzeugter Warme moglich ist. 

5 Besonders hohe elektrische Grenzf requenzen lassen sich 
erreichen, wenn moglichst alle vermeidbaren 

Bonddrahtverbindungen eingespart bzw. ersetzt werden; es wird 
daher als vorteilhaft angesehen, wenn bei einem elektrischen 
Bauelement mit zumindest zwei Anschliissen jeder dieser 
0 Anschliisse mit einer Leiterbahn elektrisch verbunden ist, und 
die Tragereinrichtung mit zumindest zwei nach auSen gefiihrten 
Kontaktierungspins in Beriihrung steht und die Verbindung 



200214856 / IT493 



7 

zwischen den beiden Leiterbahnen und den beiden 
Kontaktierungspins bonddrahtf rei ausgefuhrt ist. 

Die Erfindung bezieht sich aufierdem auf ein Verfahren zum 
Herstellen einer elektrischen Anordnung mit den Merkmalen 
gemaS dem Oberbegriff des Anspruchs 1. 

Um bei einem solchen Verfahren eine moglichst hohe 
Grenzf requenz der elektrischen Anordnung zu erreichen, ist 
erf indungsgemaS vorgesehen, dass die Tragereinrichtung auf 
einer Gehausegrundplatte derart montiert wird, dass die 
Tragereinrichtung mindestens einen nach auSen durchgef uhrten 
Kontaktierungspin beruhrt, und dass im Bereich der 
Beruhrungsstelle eine bonddrahtf rei e Verbindung zwischen dem 
mindestens einen Kontaktierungspin und der mindestens einen 
Leiterbahn der Tragereinrichtung hergestellt wird. 

Vorteilhafte Ausgestaltungen zu diesem Verfahren sind in den 
Unteranspriichen beschrieben. 

Bezuglich der Vorteile des erf indungsgemaSen Verfahrens und 
beziiglich der Vorteile der vorteilhaf ten Ausgestaltungen des 
erf indungsgemaSen Verfahrens wird auf die obigen Ausfuhrungen 
zur erf indungsgemaSen elektrischen Anordnung verwiesen, da 
die Vorteile des erf indungsgemaSen Verfahrens im Wesentlichen 
den Vorteilen der erf indungsgemaSen Anordnung entsprechen. 

Zur Erlauterung der Erfindung zeigen: 

Fig. 1 - eine elektrische Anordnung nach dem Stand der 
Technik, 
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Fig. 2 - ein Ausf iihrungsbeispiel fur eine erf indungsgemaSe 
elektrische Anordnung, die vorteilhaft nach dem 
oben beschriebenen erf indungsgemaSen Verfahren 
hergestellt ist, und 

5 

Fig. 3 - das Frequenzverhalten der elektrischen Anordnung 
gemaS der Figur 2 im Vergleich zu dem 
Frequenzverhalten gemaS der elektrischen 
Anordnung gemalS der Figur 1 . 

Die Figur 1 zeigt eine elektrische Anordnung nach dem Stand 
der Technik. Diese elektrische Anordnung weist ein T04 6- 
Gehause 10 mit einer Gehausegrundplatte 20 auf . Durch die 
Gehausegrundplatte 20 und damit durch das TO-Gehause 10 sind 
15 vier Kontaktie rung spins hindurchgef uhrt , und zwar ein 

Kontaktierungspin 30, ein weiteres Kontaktierungspin 4 0 und 
zusatzliche Kontaktierungspins 50 und 60. Die vier 
Kontaktierungspins 30, 40, 50 und 60 sind jeweils mittels 
einer koaxialen verglasten Durchfuhrung 70 durch die 
20' Gehausegrundplatte 20 und das TO-Gehause 10 nach auSen 

gefuhrt, so dass eine hermetische Abdichtung des TO-Gehauses 
10 erreicht ist. 

Auf der Gehausegrundplatte 20 ist eine Tragereinrichtung 80 
25 montiert . Auf dieser Tragereinrichtung 8 0 ist ein Laser 90 
als elektrisches Bauelement befestigt. Ein Anschluss des 
Lasers 90 ist an eine elektrische Leiterbahn 100 der 
Tragereinrichtung 80 angeschlossen. Die Leiterbahn 100 ist 
auJSerdem durch einen Bonddraht 110 mit dem einen 
3 0 Kontaktierungspin 3 0 verbunden. 

Ein weiterer Anschluss des Lasers 90 ist mittels eines 
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weiteren Bonddrahts 12 0 an eine zusatzliche Leiterbahn 13 0 
angeschlossen. Diese zusatzliche Leiterbahn 130 ist uber 
einen dritten Bonddraht 135 und einen vierten Bonddraht 14 0 
mit dem weiteren Kontaktierungspin 4 0 verbunden. 

Wie sich der Figur 1 also entnehmen lasst, sind fiir den 
elektrischen Anschluss zwischen den beiden Kontaktierungspins 
3 0 und 4 0 und den Leiterbahnen 10 0 und 13 0 der 

Tragereinrichtung 80 bzw. dem Laser 90 jeweils die Bonddrahte 
110, 120, 135 und 140 vorgesehen. Diese vier Bonddrahte 
weisen Leitungsindukt ivitaten auf , die insbesondere bei hohen 
Frequenzen ein sehr schlechtes Ubertragungsverhalten 
bewirken. Die Grenzf requenz der elektrischen Anordnung gemaS 
der Figur 1 wird durch diese Bonddrahte deutlich reduziert, 
so dass sich mit der elektrischen Anordnung gemaS der Figur 1 
maximal Datenraten von 8 bis 9 Gigabit pro Sekunde erreichen 
lassen. 

In der Figur 2 ist ein Ausfiihrungsbei spiel fiir die 
erf indungsgemaSe elektrische Anordnung dargestellt. Dabei 
werden in der Figur 2 fiir alle diejenigen Komponenten, die 
bereits im Zusammenhang mit der elektrischen Anordnung gemafi 
Figur 1 erlautert worden sind, dieselben Bezugszeichen 
verwendet . 

In der Figur 2 erkennt man das TO-Gehause 10, auf dessen 
Gehausegrundplatte 20 die Tragereinrichtung 80 montiert ist. 
Auf der Tragereinrichtung 80 befindet sich der Laser 90 als 
elektrisches Bauelement . Insoweit stimmt der Aufbau der 
elektrischen Anordnung gemaS der Figur 2 mit dem Aufbau der 
elektrischen Anordnung gemaS der Figur 1 liberein. 
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Ein wesentlicher Unterschied zwischen der elektrischen 
Anordnung gemaS der Figur 1 und der elektrischen Anordnung 
gemaS der Figur 2 besteht darin, dass fiir die elektrische 
Verbindung zwischen den beiden Kontaktie rung spins 30 und 4 0 
5 und den Leiterbahnen der Tragereinrichtung 8 0 keine 

Bonddrahte notwendig sind. So ist die elektrische Verbindung 
zwischen dem einen Kontakt ierungspin 3 0 und der einen 
Leiterbahn 100 bei der elektrischen Anordnung gemaiS der Figur 
2 dadurch gewahrleistet , dass die Tragereinrichtung 80 den 
^0 einen Kontakt ierungspin 30 randseitig beriihrt- Hierzu weist 

die Tragereinrichtung 8 0 eine halbkreisf ormige Ausnehmung 2 00 
auf, die derart dimensioniert ist, dass der eine 
Kontakt ierungspin 30 ca . zur Halfte in die randseitige 
Ausnehmung 20 0 der Tragereinrichtung 8 0 eingreifen kann. 

15 

Die randseitige Ausnehmung 200 ist dabei metallisiert , so 
dass eine elektrische Verbindung zwischen dem einen 
Kontakt ierungspin 3 0 und dem Randbereich der 

Tragereinrichtung 80 bewirkt ist. Die eine Leiterbahn 100 ist 
20 dabei elektrisch mit der randseitigen Metal lislerung der 

Ausnehmung 200 verbunden, so dass es zu einem elektrischen 
Kontakt zwischen der einen Leiterbahn 100 und dem einen 
Kontakt ierungspin 3 0 kommt . 



25 Entsprechendes gilt fiir den Anschluss des weiteren 

Kontakt ierungsp ins 40. Die Tragereinrichtung 80 weist namlich 
eine weitere halbkreisf ormige Ausnehmung 210 auf, die derart 
dimensioniert ist, dass das weitere Kontakt ierungspin 40 ca. 
zur Halfte in die Ausnehmung 210 der Tragereinrichtung 8 0 

30 eingreifen kann. Die weitere Ausnehmung 210 ist randseitig 
ebenfalls metallisiert, so dass es zwischen dem Rand der 
weiteren Ausnehmung 210 und dem weiteren Kontakt ierungspin 40 
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zu einem elektrischen Kontakt kommt . Auf der 
Tragereinrichtung 80 ist dariiber hinaus eine weitere 
Leiterbahn 230 vorhanden, die mit dem metallisierten 
Randbereich der weiteren Ausnehmung 210 in elektrischer 
Verbindung steht. Somit ist auch die weitere Leiterbahn 230 
mit dem weiteren Kontakt ierungspin 40 elektrisch verbunden, 
ohne dass es eines Bonddrahtes bedarf . 

In der Figur 2 lasst sich also erkennen, dass zur 
Kontakt ierung des Lasers 9 0 lediglich nur noch sehr kurze 
Bonddrahte 300 erforderlich sind, mit denen namlich der 
weitere Anschluss des Lasers 90 mit der weiteren Leiterbahn 
23 0 verbunden wird, 

Bei der Anordnung gemaJS der Figur 2 sind somit keine 
Bonddrahte zum Kontakt ieren der beiden Kontakt ierungspins 3 0 
und 40 notwendig. Dieser Verzicht auf Bonddrahte, 
insbesondere also auf die Bonddrahte 110, 135 und 140 gemaS 
der Figur 1, ist deshalb moglich, well der elektrische 
Kontakt zwischen den beiden Kontakt ierung spins 3 0 und 4 0 
durch die randseitige Beruhrung zwischen der 

Tragereinrichtung 8 0 und den beiden Kontakt ierungspins 3 0 und 
40 gewahrleistet wird. 

Insgesamt weist die elektrische Anordnung gemaS der Figur 2 
somit zumindest zwei Bonddrahte weniger auf als die 
elektrische Anordnung gemaS der Figur 1, da namlich keine 
Bonddrahte fur die elektrische Verbindung zwischen den 
Kontakt ierungspins 3 0 und 4 0 und den zugehorigen Leiterbahnen 
100 und 23 0 auf der Tragereinrichtung 80 erforderlich sind. 

Mit der elektrischen Anordnung gemaS der Figur 2 ist es somit 
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moglich, opto-elektronische Bauelemente in einem TO-Gehause 
zu integrieren und dabei Datenraten von 10 Gigabit pro 
Sekunde und mehr zu erreichen, weil f requenzbegrenzende 
Bonddrahte eingespart warden. 

Die elektrische Kontaktierung bzw. die elektrische Verbindung 
der beiden Kontakt ierungspins 30 und 40 mit der randseitigen 
Metallisierung der Tragereinrichtung 80 und damit mit den 
beiden Leiterbahnen 100 und 23 0 der Tragereinrichtung 80 kann 
durch einen Lotprozess oder durch Leitklebung erfolgen, 

Eine Lotverbindung kann beispielsweise derart realisiert 
werden, dass jeweils eine kleine Lotkugel auf jeden der 
beiden Kontakt ierungspins 3 0 und 4 0 aufgebracht wird. 

Bei der Tragereinrichtung 8 0 kann es sich um einen 
Schaltungstrager handeln. Die Tragereinrichtung 8 0 kann 
beispielsweise aus Silizium oder Keramik oder einem 
organischen Werkstoff gebildet sein. Stattdessen kann die 
Tragereinrichtung 80 auch aus einem mit einer 
Isolationsschicht versehenen Metall bestehen. 

Die Figur 3 zeigt das Frequenzverhalten der elektrischen 
Anordnung gemaS der Figur 2 im Vergleich zu dem 
Frequenzverhalten gemafi der elektrischen Anordnung gemafi der 
Figur 1. Konkret ist in der Figur 3 die simulierte 
Ref lektionscharakteristik (Sli) der beiden Anordnungen 
gezeigt. Man erkennt, dass sich mit der Anordnung gemaS der 
Figur 2 deutlich hohere Grenzf requenzen erreichen lassen als 
bei der Anordnung gemaS der Figur 1 . 
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Bezugszeichenliste 



10 


T04 6 -Gehause 


20 


Gehausegrundplatte 


30 


Ein Kontaktierungspin 


40 


Ein weiteres Kontaktierungspin 


50, 60 


Zusatzliche Kontaktierungspins 


70 


Koaxiale verglaste Durchf iihrungen 


80 


Tragereinrichtung 


90 


Laser 


100 


Eine Leiterbahn 


110 


Bonddraht 


120 


Weiterer Bonddraht 


130 


Zusatzliche Leiterbahn 


135 


Dritter Bonddraht 


140 


Vierter Bonddraht 


200 


Ausnehmung 


210 


Weitere Ausnehmung 


230 


We it ere Leiterbahn 


300 


Bonddraht e 
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Patent anspriiche 

1. Elektrische Anordnung 

- mit einer Tragereinrichtung (80) mit mindestens einer 
5 Leiterbahn (100, 230) , 

- mit einem auf der Tragereinrichtung (8 0) befestigten 

elektrischen Bauelement (90) , das an die mindestens eine 
Leiterbahn (100) elektrisch angeschlossen ist, und 

- mit einer Gehausegrundplatt e (20) , auf der die 

* y^^O Tragereinrichtung montiert ist und durch die zumindest 

ein Kontaktierungspin (3 0, 40) hindurchgef iihrt ist, 

- wobei der mindestens eine Kontaktierungspin (30) an die 

mindestens eine Leiterbahn (100) elektrisch 
angeschlossen ist, 
15 dadurch gekennzeichnet, dass 

- der mindestens eine Kontaktierungspin (3 0) die 

Tragereinrichtung (80) beriihrt und im Bereich der 
Beruhrungsstelle (200, 210) eine bonddrahtf reie 
Verbindung zwischen dem mindestens einen 
2 0 Kontaktierungspin (3 0) und der mindestens einen 

, ^ Leiterbahn (100) der Tragereinrichtung (80) vorhanden 

^ ist . 

2 . Elektrische Anordnung nach Anspruch 1, dadurch 

25 gekennzeichnet, dass die Tragereinrichtung (80) im 
Bereich der Beruhrungsstelle eine randseitige Ausnehmung 
(200, 210) aufweist, deren Kontur an die Kontur des 
mindestens einen Kontaktie rung spins (30, 40) angepasst ist. 



30 



3 - Elektrische Anordnung nach Anspruch 2.', dadurch 
gekennzeichnet, dass die Ausnehmung (2 00, 210) 
halbkreisf ormig ist. 
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4 . Elektrische Anordnung nach einem der vorangehenden 
Anspruche 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Tragereinrichtung (80) im Bereich der randseitigen 

5 Ausnehmung (200, 210) metallisiert ist und/oder eine leitende- 
Schicht auf weist . 

5 . Elektrische Anordnung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Tragereinrichtung (80) ein 

^A^.O Kontaktierungsloch auf weist, durch das der mindestens eine 
Kontaktierungspin hindurchgef uhrt ist. 

6 . Elektrische Anordnung nach Anspruch 5, dadurch 
gekennzeichnet , dass die Tragereinrichtung im Bereich 

15 des Kontaktie rungs lochs metallisiert ist und/oder eine 
leitende Schicht auf weist. 

7 . Elektrische Anordnung nach einem der vorangehenden 
Anspruche , dadurch gekennzeichnet, dass zwi schen 

20 die Tragereinrichtung (80) und den mindestens einen 
Kontaktierungspin (30, 40) Leitkleber eingefugt ist. 

8. Elektrische Anordnung nach einem der vorangehenden 
Anspruche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass im 

25 Bereich der Beruhrungsstelle der mindestens eine 

Kontaktierungspin (30, 40) und die mindestens eine Leiterbahn 
(100, 230) miteinander verlotet sind. 

9. Elektrische Anordnung nach Anspruch 8, dadurch 

30 gekennzeichnet, dass die Verlotung durch eine Lotkugel 
Oder ein Lotplattchen bewirkt ist, die bzw. das im Bereich 
der Beruhrungsstelle auf dem mindestens einen 



200214856 / IT493 



16 

Kontaktierungspin (30, 40) aufgebracht ist . 

10. Elektrische Anordnung nach einem der vorangehenden 
Anspriiche , dadurch gekennzeichnet, dass das 
elektrische Bauelement (90) ein elektro-optisches Bauelement, 
insbesondere ein optisches Sende- und/oder Empf angselement , 
beispielsweise ein Laser oder ein Photodetektor , ist. 

11. Elektrische Anordnung nach einem der vorangehenden 
Anspruche , dadurch gekennzeichnet, dass zumindest 
eine der Durchf uhrungen zum Durchfiihren des mindestens einen 
Kent aktie rung spins (30, 40, 50, 60) durch die 

Gehausegrundplatte (20) eine verglaste koaxiale Durchfiihrung 
(70) ist- 

12 . Elektrische Anordnung nach einem der vorangehenden 
Anspruche , dadurch gekennzeichnet, dass die 
Gehausegrundplatte (20) Teil eines T046-Gehauses (10) ist. 

13 . Elektrische Anordnung nach einem der vorangehenden 
Anspruche , dadurch gekennzeichnet, dass die 
Tragereinrichtung (80) ein Schaltungstrager ist. 

14. Elektrische Anordnung nach Anspruch 13, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Schaltungstrager aus Silizium, 
aus Keramik, aus einem organischen Werkstoff oder aus einem 
mit einer Isolationsschicht versehenen Metall besteht . 

15. Elektrische Anordnung nach einem der vorangehenden 
Anspruche , dadurch gekennzeichnet, dass das 
elektrische Bauelement (90) zumindest zwei Anschliisse 
aufweist, die jeweils mit einer Leiterbahn (100, 230) 
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elektrisch verbunden sind, und dass die Tragereinrichtung 
(80) zumindest zwei durch die Gehausegrundplatte (2 0) 
gefiihrte Kontaktierungspins (3 0, 40) derart beruhrt, dass die 
Kontaktierungspins (30, 40) jeweils mit einer Leiterbahn 
(100, 230) verbunden sind. 

16. Verfahren zum Herstellen einer elektrischen Anordnung, 
bei dem 

- auf eine Tragereinrichtung (80) mindestens eine 

Leiterbahn (100, 230) aufgebracht wird, 

- auf der Tragereinrichtung (80) ein elektrisches 

Bauelement (90) befestigt und an die mindestens eine 
Leiterbahn (100, 230) angeschlossen wird, 

- die Tragereinrichtung (80) auf einer Gehausegrundplatte 

(2 0) eines Gehauses (10) befestigt wird, durch das 
zumindest ein Kontaktie rung spin (30, 40) hindurchgef lihrt 
ist, und 

- das elektrische Bauelement (90) an das mindestens eine 

Kontaktierungspin (3 0, 40) angeschlossen wird, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

- die Tragereinrichtung (80) derart auf der 

Gehausegrundplatte (20) montiert wird, dass die 
Tragereinrichtung (80) den mindestens einen 
Kontaktierungspin (3 0, 40) beruhrt , und 

- im Bereich der Beriihrungsstelle eine bonddrahtf reie 

Verbindung zwischen dem mindestens einen 
Kontaktierungspin (30, 40) und der mindestens einen 
Leiterbahn (100, 230) der Tragereinrichtung (80) 
hergestellt wird. 

17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch 

gekennzeichnet, dass an der Tragereinrichtung (80) im 
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Bereich der Beriihrungsstelle eine randseitige Ausnehmung 
(200, 210) gebildet wird, deren Kontur an die Kontur des 
mindestens einen Kontakt ierungspins (3 0, 40) angepasst wird. 

5 18. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch 

gekennzeichnet, dass die Ausnehmung (2 00, 210) 
halbkreisf ormig ausgefuhrt wird. 

19. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspruche 17 oder 
j^O 18, dadurch gekennzeichnet, dass die 

Tragereinrichtung (80) im Bereich der randseitigen Ausnehmung 
(200, 210) metallisiert wird und/oder mit einer leitenden 
Schicht versehen wird. 

15 20. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch 

gekennzeichnet, dass in der die Tragereinrichtung (80) 
ein Kontakt ierungs loch hergestellt wird, durch das der 
mindestens eine Kontakt ierungspin hindurchgef uhrt wird. 

20 21. Verfahren nach Anspruch 20, dadurch 

^ gekennzeichnet, dass die Tragereinrichtung im Bereich 
^ des Kontakt ierungslochs metallisiert wird und/oder mit einer 
leitenden Schicht versehen wird. 

25 22, Verfahren nach einem der vorangehenden Anspruche 16 bis 
21, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen die 
Tragereinrichtung (80) und den mindestens einen 
Kontakt ierungspin (3 0, 40) Leitkleber eingefugt wird. 

30 23. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspruche 16 bis 
21, dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich der 
Beriihrungsstelle der mindestens eine Kontaktierungspin (30, 
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40) und die mindestens eine Leiterbahn (100, 230) miteinander 
verlotet werden. 

24. Verfahren nach Anspruch 23^dadurch 

gekennzeichnet, dass die Verlotung durch eine Lotkugel 
Oder ein Lotplattchen bewirkt wird, die bzw. das im Bereich 
der Beriihrungs Stella auf dem mindestens einen 
Kontaktierungspin (3 0, 40) aufgebracht wird. 

25. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspriiche 16 bis 

24, dadurch gekennzeichnet, dass als das 
elektrische Bauelement (90) ein elektro-optisches Bauelement, 
insbesondere ein optisches Sende- und/oder Empf angselement , 
beispielsweise ein Laser oder ein Phot ode tektor, auf der 
Tragereinrichtung (80) montiert wird. 

26- Verfahren nach einem der vorangehenden Anspriiche 16 bis 

25, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eine der 
Durchfuhrungen zum Durchfiihren des mindestens einen 
Kontaktierungspins (30, 40, 50, 60) durch die 
Gehausegrundplatte (2 0) als eine verglaste koaxiale 
Durchfiihrung (70) ausgebildet wird. 

27. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspriiche 16 bis 

26, dadurch gekennzeichnet, dass als das Gehause 
ein T046-Gehauses (10) verwendet wird. 

28. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspriiche 16 bis 

27, dadurch gekennzeichnet, dass als 

Tragereinrichtung (80) ein Schaltungstrager eingesetzt wird. 
2 9 . Verfahren nach Anspruch 28, dadurch 
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gekennzeichnet, dass der Schaltungstrager aus Silizium, 
Keramik oder einem organischen Werkstoff oder einem mit einer 
Isolationsschicht versehenen Metall besteht . 

30. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspruche 16 bis 
29, dadurch gekennzeichnet, dass das elektrische 
Bauelement (90) zumindest zwei Anschliisse aufweist, die 
jeweils mit einer Leiterbahn (100, 230) elektrisch verbunden 
werden, und die Tragereinrichtung (80) derart an der 
Gehausegrundplatte (20) befestigt wird, dass sie zumindest 
zwei durch die Gehausegrundplatte (2 0) gefiihrte 
Kontaktierungspins (30, 40) beriihrt und diese jeweils mit 
einer Leiterbahn (100, 230) verbindet . 
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Zusammenf assung 

Elektrische Anordnung und Verfahren zum Herstellen einer 
elektrischen Anordnung 

Die Erf indung bezieht sich auf eine elektrische Anordnung mit 
einer Tragereinrichtung (80) mit mindestens einer Leiterbahn 
(100, 230), mit einem auf der Tragereinrichtung (80) 
befestigten elektrischen Bauelement (90) , das an die 
mindestens eine Leiterbahn (100) elektrisch angeschlossen 
ist, und mit einer Gehausegrundplatte (20) , auf der die 
Tragereinrichtung montiert ist und durch die zumindest ein 
Kontaktierungspin (30, 40) hindurchgef iihrt ist, 
wobei der mindestens eine Kontaktierungspin (30) an die 
mindestens eine Leiterbahn (100) elektrisch angeschlossen 
ist ■ 

Um das Frequenzverhalten der Anordnung zu verbessern, ist 
erf indungsgemaS vorgesehen, dass der mindestens eine 
Kontaktierungspin (3 0) die Tragereinrichtung (80) beriihrt und 
im Bereich der Beriihrungsstelle (200, 210) eine 
bonddrahtf reie Verbindung zwischen dem mindestens einen 
Kontaktierungspin (30) und der mindestens einen Leiterbahn 
(100) der Tragereinrichtung (80) vorhanden ist. 



Fig. 2 
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